
DISPOZITIV PENTRU ÎNDEPÃRTAT STRAT SEMICONDUCTOR 

  

Instructiuni de utilizare

CP-P20 este special proiectatã pentru îndepãrtarea stratului semiconductor nedecojabil de pe cablurile de M.T.
Domeniul de lucru: 10 - 50 mm, diametrul conductorului prelucrat

                              Avansul automat ºi tãierea circularã fac ca îndepãrtarea stratului semiconductor sã fie rapidã ºi foarte precisã.

 - Tãiere cirularã.
 - Adâncimea de tãiere ajustabilã.
 - Cuþitul interschimbabil din carburã de wolfram.

1. Pregãtirea conductorului de M.T.
Îndreptaþi conductorul, curãþaþi bine
suprafaþa acestuia ºi aplicaþi silicon

2. Poziþionarea sculei pe cablu  
Poziþionaþi scula pe capãtul cablului  
ºi fixaþi-o cu ajutorul ºurubului  

 

 

 

3. Setarea adâncimii de tãiere
Setarea adâncimii de tãiere se face în 
timpul decojirii, cu ajutorul ºurubului 
amplasat pe partea superioarã a sculei.
Reglarea adâncimii se face în trepte  de 0,1 mm.
Adâncimea este corect setatã când se îndepãrteazã
în totalitate  stratul semiconductor.

4. Reglajul avansului automat  
Reglajul se face cu ajutorul pinului
situat pe ghidajul sculei. Setaþi pinul pe
poziþia 1 sau 2 pentru avans automat.

 
 

 

EXTRUDAT NEDECOJIBIL CP-P20

industrial pe porþiunea ce  urmeazã
a fi prelucratã. 

de strângere.  

5. Procesul de decojit strat semiconductor
Începeþi procesul de lucru prin simpla rotire
a dispozitivului. Plasaþi stratul îndepãrtat peste
deflectorul special conceput. În aºa fel obþineþi
o vitezã mai mare de prelucrare. 

6. Terminarea procesului de lucru

Îndepãrtaþi stratul semiconductor pânã pe lungimea doritã.
Odatã ce aþi ajuns la cota doritã setaþi pinul pentru reglajul 
avansului la poziþia 0 ºi rotiþi o singurã datã scula pentru 
terminarea operaþiei ºi prelucrarea corectã a muchiei.
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